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 Electronic Design and Solution Fair 2013（略称：EDSFair2013） 
■ 同時開催 
 Embedded Technology 2013（組込み総合技術展） 
■ 会期 
2013年 11月 20日（水）～22日（金） 3日間 
■ 開場時間 
11月 20日（水） 10：00～17：00 
11月 21日（木） 10：00～18：00  〔17：00～18：00ワインの夕べ〕 















一般社団法人情報処理学会 (IPSJ)、一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA) 
■ 運営 
一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会（JESA） 
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル 5階 








一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）は、2013年 11月 20日（水）から 22日（金）の 3日間、横浜国際平和
会議場（パシフィコ横浜）にて、設計ソリューションの必須技術を網羅する展示会『Electronic Design and Solution Fair 











































EDSFair2013・ET2013の開催に先立ち、開催初日の 11月 20日（水）午前 9時 45分より展示ホール Bの 1階（コンコ
ース）において開会式が行われた。 
冒頭、ET 主催者代表として一般社団法人組込みシステム技術協会の簗田稔 会長から主催者挨拶があり、続いて
EDSFair 主催者を代表して一般社団法人電子情報技術産業協会の齋藤 昇三 半導体部会部会長より主催者挨拶
があった。その後、来賓の横浜市 経済局長の牧野 孝一氏、富士通セミコンダクター株式会社 事業本部ハイパフォ
ーマンスソリューション事業部事業部長 大槻 浩一氏、株式会社コア エンベデッドソリューションカンパニー 社長 
雨宮 直喜氏、株式会社村田製作所 通信事業本部コネクティビティ商品事業部 ソリューションサービス部システム
開発課課長 能澤 伸幸氏、ルネサスエレクトロニクス株式会社 執行役員常務 大村 隆司氏に加え一般社団法人 




   





























































コンファレンス：【共同企画セッション】 アネックスホール（F205+ F206） 
【特設ステージ、システム・デザイン・フォーラム、設計者交流ラウンジ】 展示会場内 
【出展者セミナー】 展示会場内諸室M2F（CM3・DM2） 
     









■ 通常出展エリア                                  *一段下げは共同出展                 
(株)アストロン 
アトレンタ(株) 
Avant Technology Inc. 














Berkeley Design Automation, Inc. 
プロプラスデザインソリューション(株) 















■特別展示 LPBゾーン IBISゾーン 
IBIS Quality Framework (JEITA ECセンター EDA標準 WG) 
（株）Oscillated Recall Technology 
ギガヘルツテクノロジー(株) 
神戸大学大学院 システム情報学研究科  














■ EDSFair×ET 共同企画セッション 
 
日時：2013年 11月 20日（水） 13：00-15:00  
会場：パシフィコ横浜 アネックスホール「F205+ F206」 
聴講者数 
156名 「第一線のエンジニアに聞く、組み込み機器の開発事例と「成功の法則」 
 ― ここまで来た！ システム＆ソフトウェア開発最前線」 
デジタル家電や画像処理機器、ネットワーク機器など、いくつかの組み込み機器の開発事例を紹介した。 
また、そのプロジェクトを「成功」に導いた要因、そして「失敗」しないための設計の考え方や適切な評価・検討手法につ




中山 俊一 氏 
 
【パネリスト】 
アーム（株）  代表取締役社長  
内海 弦 氏 
 
イーソル（株）  エンベデッドプロダクツ事業部長 
上倉 洋明 氏 
 
日本シノプシス合同会社  システムレベルソリューションズ FAEマネージャー  
中野 淳二 氏 
 
（株）富士通研究所     ユビキタスプラットフォーム研究所 主管研究員 
山下 浩一郎 氏  
 
（株）リコー  ワーク・ソリューション開発本部 第六開発室 室長 

























九州大学 マス･フォア･インダストリ研究所 教授 
西井 龍映 氏 
 
【オーガナイザ】 














松澤 昭 氏 東京工業大学 大学院理工学研究科 教授 
 
【オーガナイザ】 
山口 龍一 氏  








セッション 3  











山本 一成 氏 HEROZ(株) エンジニア 
 
横山 大作 氏 東京大学 生産技術研究所 助教 
 
【オーガナイザ】 






    












EDA標準化のトレンド ～JEITA EDA-TC の標準化活動～ 
EDA 標準化のこれまでの変遷のご紹介に加え、今年度は、LPB フォーマットの IEEE 標準化に向けた活動を精力的に
行っており、EDA分野では日本初となるその取り組みを紹介した。 
 






大芝 克幸 氏 
ソニーLSIデザイン(株)  第 2LSI設計部門フィジカル IP設計技術部 シニアデザインエンジニア 
 
田中 玄一 氏 
ルネサスエレクトロニクス(株)  第一事業本部 システムインテグレーション事業統括部 
デザインインテグレーション部 主管技師 
 
福場 義憲 氏 
(株)東芝 セミコンダクター＆ストレージ社ミックスドシグナル IC事業部 設計技術開発部 設計インフラ技術担当 
システム協調設計技術主幹 
 
大槻 隆志 氏 
(株)リコー 新規事業開発センター シニアスペシャリスト 
 
中川 祐之 氏 
富士通 VLSI(株) 高速・イメージング商品開発本部 ASIC・COT開発統括部 第三設計部 プロジェクト課長 
 
村田 洋 氏 
(株)ジェム・デザインテクノロジーズ 代表取締役 
 
益子 行雄 氏 
日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 テクニカルフィールドオペレーション本部 アカウントマネージャーテクノロジ 
 
古賀 一成 氏 
(株)図研 EDA事業部 EL開発部 ELNセクション パートナー 
 
渡辺 亨 氏 
アンシス・ジャパン(株) 技術部 第二技術部 第 4グループ シニアアプリケーションエンジニア 
 
関 茂雄 氏 


















柳 孝裕 氏      パイリサーチラボ合同会社 代表 
 
【パネリスト】 
松澤 昭 氏      東京工業大学 大学院理工学研究科 教授 
松谷 康之 氏    青山学院大学 理工学部 教授 
倉重 克己 氏    アイリンク合同会社 
篠原 慈明 氏    (株)デジアン・テクノロジー 代表取締役社長 
赤澤 幸雄 氏    (株)ファイ・マイクロテック 代表取締役社長 
﨑山 恵三 氏    HS Links(株) 代表取締役社長 
根塚 智裕 氏    (株)デンソー 半導体先行開発部 担当課長 
牧山 クリストス 氏 シリコンプラネット(株) 代表取締役社長 
横山 昇峰輝 氏  ProPlus Design Solutions Inc シニアテクニカルコンサルタント  
 
パネルディスカッション 2 









岡村 淳一 氏    (株)Trigence Semiconductor CTO 
 
【パネリスト】 
岡田 充弘 氏    京セラ ドキュメントソリューションズ(株) ソフト開発本部 システム開発統括部部長 
木村 貞弘 氏    (株)リコー 総合経営企画室 新規事業開発センター T-PT リーダー 
辻 邦彦 氏      京都マイクロコンピュータ(株) 東京オフィス ゼネラルマネージャ 
本村 天 氏      (株)産業革新機構 戦略投資グループ ヴァイスプレジデント 





















EE-01 Avant Technology Inc.  
Automated Support of Hardware/Software Partitioning Enables Rapid Co-design of Complex SoC Embedded 
Systems 
EE-02 カーボン・デザイン・システムズ・ジャパン(株) 
 100%サイクル精度のARM/IPモデルをベースとしたCarbon社のESLツール“Carbon SoC Designer Plus”と 
クラウドベースのモデル生成サイト“Carbon IP Exchange” 
EE-03 カーボン・デザイン・システムズ・ジャパン(株) 
 100%サイクル精度のARM/IPモデルをベースとしたCarbon社のESLツール“Carbon SoC Designer Plus”と 
クラウドベースのモデル生成サイト“Carbon IP Exchange”  
EE-04 CMエンジニアリング(株) 









ED-04 MunEDA GmbH 
 "Strategies for Design Porting, Corner-based and High-Sigma Circuit Design Analysis and Optimization for 










        富士ゼロックス株式会社 × CMエンジニアリング株式会社 共同講演 




 Tanner PDKが可能にする！ 
 TowerJazzスペシャルティプロセスでのアナログ・ミックスシグナル設計環境の紹介        
EA-02 タナーリサーチジャパン(株) 
 for Big-A / Little-D! 低コストで信頼性の高いアナログ・ミックスドシグナルIC設計環境を構築 
EA-03 プロプラスデザインソリューション(株) 
 AMS設計に新たな局面を切り開く、ギガスケール・パラレルシミュレータNanoSpiceの実力  
 (1億素子レベルのSPICE精度検証、High-Sigmaモンテカルロ解析）-Circuit Simulation & Design For Yield in 
the Gigascale FinFET Era 
EA-04 Berkeley Design Automation, Inc.  
 Advances in Nanometer Circuit Verification and Characterization with the Analog FastSPICE Platform 
EA-05 タナーリサーチジャパン(株) 







































【特別展示 LPBゾーン IBISゾーン】 




日時：11月 20（水）～22(金） 10:20-16:50 
JEITA EDA技術専門委員会 LSIパッケージボード相互設計ワーキンググループ 
LPB/IBISゾーンオープニングスピーチ  ～設計現場への普及と国際標準化～ 
（株）Oscillated Recall Technology 
EMPIRE XCel TMをコアとする発展的高速電磁界シミュレーションの紹介  
神戸大学大学院 システム情報学研究科   
LPB統合電源ノイズ解析～オンチップとオンボード、測定とシミュレーション～ 
















Future Facilities(株)  
パッケージならびに基板設計のための熱気流解析 - 6SigmaET活用 

























11月21日（木） 12:20-13:20 11月22日（金）  11:30-12:30 




C-21 Avant Technology Inc. 
C-12 Oski TECHNOLOGY 
若林 一敏 氏 
NEC ESS事業センター 
兼 中央研究所 グリーンプラットフォーム研究所 
今井 浩史 氏 
(株)東芝 セミコンダクター社＆ストレージ社 
 

















 11/20（水） 11/21（木） 11/22（金） 合 計 
EDSFair来場者数 523名 939名 1,037名 2,499名 
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LSI設計ツール 














































































































0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
20 
 年代                                                      
  2013 2012 2011.11 2011.1 
10代 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 
20代 8.9% 10.2% 9.4% 10.0% 
30代 25.3% 26.0% 27.9% 27.9% 
40代 31.0% 37.3% 36.7% 36.7% 




 2013 2012 2011.11 2011.1 
今回が初めて 34.1% 23.1% 28.5% 30.9% 
2回目 11.3% 12.5% 11.6% 13.5% 
3回～5回目 27.1% 31.6% 30.6% 30.5% 























  2013 2012 2011.11 2011.1 
導入を決定・承諾する 10.3% 9.2% 8.1% 9.9% 
導入に際して企業・製品を 
評価・推薦する 
49.5% 51.6% 52.2% 50.4% 
関与しない 40.2% 39.2% 39.7 39.7% 
  2013 2012 
その他 20.8% 18.0% 
出展者からの E-mail 19.8% 22.8% 
EDSFair事務局からの E-mail 18.6% 22.3% 
DM（EDSFair案内状） 14.2% 13.4% 
検索サイトからリンク 11.1% 11.9% 
出展者のホームページからのリンク 7.3% 6.3% 
ET Webサイトからリンク 4.6% 3.5% 
































































EDSFair2013 EDSFair2012 EDSFair2011 Nov. 





OFFICIAL MAIL NEWS」を配信。 
Vol. 配信日 配信件数 
Vol.1  3月 4日 9,254件 
Vol.2 6月 6日 9,290件 
Vol.3 10月 5日 9,281件 
Vol.4 11月 1日 9,324件 
Vol.5 11月 8日 9,356件 
Vol.6 11月 12日 9,381件 
Vol. 配信日 配信件数 
Vol.7 11月 15日 9,437件 
Vol.8 11月 18日 9,463件 
Vol.9 11月 19日 9,491件 
Vol.10 11月 20日 9,530件 
Vol.11 11月 25日 9,565件 






















 PV数：119,474（平均 PV3.49） 
 
 Online Members Site 
https://regist.jesa.or.jp/edsfair-regist/index.php 
 事前登録期間：10月 1日～11月 22日 
 登録者数合計：18,964名 ※過去の登録者を含む全 EDSFair メンバー数 
      本年度事前登録者数：1,584名 
  








































〒100-0004  東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル 5階 
TEL：(03)6212-5231  FAX：(03)6212-5225 
E-mail：info2013@edsfair.com 
 
